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(57) Abstract: The invention relates to a method
for exposing an integrated circuit by ablating the
polymer coating initially covering the integrated
circuit, characterised in that it comprises the
combined application of a laser radiation and
a plasma onto the coating initially covering the
integrated circuit.

(57) Abrégé : Linvention concerne un procédé
de mise a nu d'un circuit intégré par ablation d'une
enveloppe de polymere recouvrant initialement le
circuit intégré, caractérisé en ce qu'il comporte une
application combinée d'un rayonnement laser et
d'un plasma sur I'enveloppe recouvrant initialement
le circuit intégré.
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